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自动驾驶芯片江湖的三股力量
近日，年轻企业家驾驶蔚来汽车在高速

上开启自动辅助驾驶功能，造成事故不幸离
世的消息，刷屏了朋友圈和各大新媒体公众
号。一时间，舆论对自动驾驶技术对声讨又
甚嚣尘上。

主流舆论认为，现阶段自动驾驶技术尚
未成熟，不应被给予过度的信任和依赖。对
此笔者是认可的。但长远来看，自动驾驶仍
是汽车行业未来的技术趋势。我们任重而
道远。

在自动驾驶系统中，最关键的部件是什
么？从目前阶段看，处理芯片是自动驾驶技
术的一个关键的部件，其性能直接影响自动
驾驶系统的好坏。也就是说，自动驾驶芯片
性能不行，配再好的控制软件和传感器也达
不到效果。

长期以来，国内顶级车用芯片市场一直
被国外企业垄断。随着汽车电子架构发生
翻天覆地变化，自动驾驶芯片成为承载整车
计算能力的关键。也给芯片企业带来了绝
佳的市场机遇。

面对这一新技术和新兴市场的诱惑，自
动驾驶芯片市场上，集结了三股力量：自动
驾驶芯片创业公司、芯片巨头和车厂。它们
分别手握长枪和盾入场，期待着在新大陆上
安营扎寨。

自动驾驶该反思的不止是话术：技术缺
陷，不可忽视

一、突出重围的自动驾驶芯片创企
自动驾驶是人工智能技术最具前景的

落地场景之一。人工智能的主要细分技术，
如机器视觉、深度学习、增强学习等，在自动
驾驶系统中发挥着重要的作用。

由于人工智能需要进行庞大的数据计
算，自动驾驶芯片的核心诉求，就是对算力
的极致追求。

智能汽车上需搭载摄像头、激光雷达、
毫米波雷达等多种感知传感器，这些传感器
每秒会产生数GB的数据，将反馈给自动驾
驶芯片进行计算，以检测车身附近和前路的
障碍物，及时控制车辆行止。

在智能汽车时代到来后，汽车电子架构
从多个分系统，演变到由传感器+域控制器
组成的集中系统。域控制器成为车辆的智
能大脑。而在域控制器中，自动驾驶芯片则
是智能大脑的核心。

从 2016年开始，国内掀起了AI芯片研
发热潮。作为AI芯片中的自动驾驶芯片，一
度被称为AI芯片中的珠穆朗玛峰。

地平线、黑芝麻智能、西井科技、芯驰科
技、深鉴科技、四维图新等企业都是国内自
动驾驶芯片创业大军中的典型代表。它们
的崛起，主要有两方面：一是全球自动驾驶
创业潮的兴起，二是去年以来的“缺芯潮”带
动的大量芯片需求。

无论是从人才素质、市场需求、还是技
术能力上看，国内自动驾驶芯片创业公司，
与芯片巨头的差距并没有其他芯片那么

大。突出重围甚至是赶超人先，都极有希
望。

芯谋研究副总监谢瑞峰认为，在智能汽
车带来的汽车供应链重塑中，国内新能源汽
车厂商支持国内芯片企业的意愿较强。但
芯片企业产品进入汽车应用仍然有“研发
关”、“量产关”、“应用关”三大关卡考验，对
应的要形成“有技术”、“有产品”、“有批量供
应”的局面。只有实现深度的“芯机联动”，
国内自动驾驶芯片整体实力才有望建成良
性生态、实现整体实力提升和供应保障。

二、开辟新赛道的传统芯片厂商
在自动驾驶芯片领域，芯片厂商是发力

最猛的一波力量。英特尔、高通、英伟达、
AMD等企业，都在基于芯片技术，打造自动
驾驶的通用技术平台。

为何芯片公司纷纷入局自动驾驶领
域？

自动驾驶技术有着严格的技术等级划
分。目前辅助驾驶正从L2+向L3过渡，要达
到 L4 以上的自动驾驶，还有很长的路要
走。就是在此情况下，芯片公司仍然纷纷入
局。

我们认为，最重要的是市场机会的驱
动。随着PC、手机等消费类电子产市场广泛
普及，增长放缓，芯片这种需要靠规模效应
才能盈利的产业，难以依靠原有市场为继。
数据中心、AIoT以及智能汽车成为芯片厂商
角逐的新赛道。

同时，自动驾驶芯片，首先属于芯片产
业，是芯片厂商的基本盘。自动驾驶芯片这
种车规级半导体的研发周期长，也符合芯片
厂商提前布局的产业习惯，越早布局，越容
易抢占市场先机。即便是骑驴找马，边走边
看，也可以分担芯片厂商的营运风险。

要达到真正的自动驾驶愿景，动辄需要
十年甚至是十五年以上的时间，国际企业大
多都有早期投资经营的心态，若透过芯片助
力发展实质上的自动驾驶，对于芯片业务上
的发展，自然就有其帮助，同时也能分担营
运风险。

在海外芯片巨头中，目前市场占有率最
大的就是被英特尔收购的Mobileye，其市场
占有率在70%以上，其与小鹏、蔚来、广汽等
国内企业都有合作。

走堆算力路线的英伟达，原本在人工智
能技术应用爆发后，就凭借GPU的高算力赚
的盆满钵满。在自动驾驶平台上，英伟达自
然不会放松，接连不断推出高算力的新产
品，最新推出了DRIVE AGX Orin平台。

在消费电子产品中赚的盆满钵满的高
通，凭借Arm架构轻量化的设计，其芯片产
品在消费电子产品上广泛应用。既然，智能
汽车被看成是一个庞大的智能手机，那高通
的尝试合情合理。同时，高通也在努力推动
其芯片在自动驾驶应用上的落地。近来，高
通就拿出 46亿美元（约合人民币 297亿元）
与麦格纳国际公司竞购自动驾驶企业维宁

尔（Veoneer），其野心可见一斑。
另一个需要提的是赛灵思，与其他ASIC

芯片厂商不同，赛灵思做的是 FPGA芯片。
目前，AMD收购赛灵思正在审查阶段，如果
AMD成功收购赛灵思，其借助新市场机会，
将有机会颠覆现有市场排名。

另外，如恩智浦、瑞萨、意法半导体等在
传统汽车电子架构中，就占据芯片供应链关
键位置的芯片巨头们，也意识到自动驾驶带
来的危机，必须全面迎接自动驾驶芯片时代
的到来。

三、谨防核心技术空壳的车厂
长远来看，自动驾驶、车机系统的芯片

将逐渐成为汽车的核心芯片，在中央计算架
构的趋势下，一两颗主芯片完全可以把现在
分布式电子电气架构上的所有MCU和计算
芯片所取代。

看起来，汽车芯片的未来，大概率是握
在能够提供大算力的芯片企业手中。但作
为自动驾驶系统的大脑，自动驾驶芯片成为
了车厂的必争之地。

海外市场上，特斯拉早已自研发FSD芯
片，放弃原有的英伟达方案。在国内，目前，
比亚迪、吉利、东风、长安、上汽、广汽等14家
自主巨头已开始独立或者携手合作伙伴对
芯片研发进行布局。

为什么车企要加入到自动驾驶芯片战
局中来？

我们知道，如今技术的趋势是软件定义
汽车、软件定义芯片。面对新的技术，无论
是芯片厂商还是车厂，都需要彼此走近，倾
听需求，联合作战。芯片厂商掌握着定义芯
片的能力，车厂则拥有定义芯片的明确需
求。二者殊途同归。

目前我国汽车制 Z企业对芯片的研发
方式主要分为三种：战略投资、自主研发和
联合研发。

在谢瑞峰看来，这三种路径并无明显的
优劣之分，车厂应基于自身储备采取对应的
策略，相较而言，战略投资对车企把握当前
国内芯片企业成长较快的机遇，培养自己有

话语权的供应链见效最快；联合研发一定程
度上可以依托芯片龙头企业的技术积累较
快地建立自己的研发能力；自主研发相对而
言周期较长、风险较大，但可控程度最高。
从更长的时间范围来看，三种路径中自主研
发部分核心芯片或许终会成为大多数车厂
的选择。

比如，比亚迪、吉利开启了对汽车芯片
的自主研发之路。而长城、上汽直接对智能
芯片独角兽企业地平线进行投资，捆绑国内
芯片供应商巨头以实现芯片供给充足。长
安、零跑等车企则走上了联合研发之路，其
中涉及芯片设计、制Z、封装等各个环节。

遥记得，上个月，上汽董事长在回答记
者提问时，引起行业轩然大波。当时上汽的
态度，被很多媒体曲解，上汽并不是排斥合
作，而是要进行联合研发，不能把核心技术，
核心能力都依附于他人，自身沦为代工厂，
这是十分可怕的。众车厂纷纷入局自动驾
驶芯片，也是出于此等考虑。

谢瑞峰认为，车厂布局芯片业务，一方
面是为了增强供应链管控能力和稳定性，避
免再度出现核心芯片缺货引发产能下降，另
一方面在芯片对于新能源汽车的功能影响
越来越大的情况下，布局芯片是车厂提升核
心技术和产品附加值的重要路径。除了布
局芯片，通过建设车规级芯片验证中心或实
验室，为芯片企业提供应用场景，并以此与
国内外芯片企业广泛合作，不失为扩展产业
资源、优化供应链结构的有效方案之一。

四、结语
一年多以来的汽车芯片缺货，引发汽车

厂商从不同角度开始加大对供应链尤其是
芯片供应的把控能力，也让“造车人”与“造
芯人”开始双向奔赴。一面是，因汽车电子
架构大变局，被推入造芯潮，绝处逢生的车
企；另一面是，市场竞争逼迫，加紧构建自动
驾驶生态的芯片厂商。在软件定义芯片，芯
片决定性能的当下，自动驾驶芯片成为两条
产业线的关注焦点，成为角力场。

传统的制造汽车怎样变身成为“智”造汽车？

汽车生产已有百年历史，制造工艺也不
断进步。在工业 4.0时代，数字化浪潮不断
推动着汽车生产朝着智能、高效的方向升
级。

最近在沈阳参加了华晨宝马铁西工厂
的数字化体验日活动，实际观察了汽车制造
的各个环节后，对于汽车的“智”造升级我也
有了一些看法。

汽车生产有冲、焊、涂、总四大工艺车

间，在这四大车间内的生产其实都有三个基
本的环节：零件入厂配送，上线生产组装，检
测合格下线。我认为汽车制造的智能化应
该至少在这三个环节都有体现，这样才能称
作“智”造的车。

零件环节配送，AGV（无人运输车）已经
成为工厂必备了，但AGV仅仅是两点之间简
单的往返，大部分的物料挑选工作还是由人
工来执行的。

华晨宝马的技术团队让“人拣货”升级
为“货到人”。他们将AGV的控制系统和公
司的 SAP管理系统进行数据交互，通过 SAP
系统发动指令到AGV控制系统，调动AGV
到指定料架自动搬运所需零件，员工只需在
固定区域分装分类发送指令即可。以前每
个员工每小时可完成 40-50个订单，现在的

“货到人”模式，每小时可完成超过70个订单
数量。

在生产环节也有高科技。车身裙板的
焊接之前需要工人把钣金从物料区拿起然
后放置在固定位置，现在在 5G技术的帮助
下机器人可以独立完成抓取工作。

首先由固定在机器人的摄像机对零件
进行拍照，然后通过将拍摄的图像和模板照
片进行对比，计算偏差数据传递至机器人，
机器人移动到精确的位置抓取零件。依靠
5G高速率、低时延的特性，这套系统让工人
从繁重的岗位脱离出来，生产节拍还提升了
10%。

检测环节，人工智能大显身手。之前检
测人员每天需要检测约2000个发动机缸盖，
华晨宝马研发了一套AI视觉检测系统，通过
AI与超清摄像头的结合来帮助识别缺陷。
两年前这套系统刚投入时准确率只有20%，
而现在已经达到99.7%的准确率。

车身缝隙的检测也可以交给机器来做，

并且机器测量能得到比人工检测更精确的
数值，数据即时就能上传系统处理，分析也
是一步到位。员工打开手机APP就能看到
系统测量数据和分析结果，从而快速、精准
地获取到产品质量信息，相较于传统人工测
量和分析的方式，效率得到了极大的提升。

要做到智能制造，还有很多环节可以发
力，在华晨宝马的工厂里创新升级还有许多
……

比如工厂建设前通过VR技术搭建“虚
拟工厂”减少返工次数，AR眼镜实现远程实
时诊断和维护工作，利用大数据建立焊接机
器人预测维护系统，减少停机维护时间，AI
软件对下线车辆进行声学分析等等。在这
样的数字化升级中，员工的疲劳程度大大降
低，生产过程变得更加敏捷迅速，效率也随
之提升。

值得一提的是铁西工厂实现了100%清
洁能源供电，在工厂内可以看到有大量的太
阳能、风能等发电设备在运转。生产更智能
的同时也更低碳。

所以要怎样才能“智”造一辆车，相信华
晨宝马做的这些探索能给汽车同仁们一些
启发。在数字化的浪潮下，汽车制造的升级
离不开所有从业人员的努力，智能而高效的
生产是我们共同的追求。


